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短波長レーザによる超微細加工の高速化

開発のねらい

用途
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お問い合わせ先

■アプリケーション

高品質かつ精密微細な加工のブレークスルー
《本開発によるスループットの改善をレーザ加工のアプリケーション拡大に繋げ、国内産業界の発展に寄与 》

開発の概要

■プローブカードだけでなく従来工法で滞っている
様々なアプリケーションがレーザ加工で実現する

■レーザ加工分野が広がり、最先端製品の高機能化
や歩留り向上による コストダウン が実現される

■装置の概要

・ プローブカード（半導体検査装置）

・ 各種LED 関連 （アルミナセラミックス/窒化アルミ他）

・ 各種マイクロフィルタ関連 （チタン/ステンレス他）

・ 各種ディスプレイ関連 （アクリル/ＰＥＮ/ポリイミド 他）

特長


